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EESSONA

Kéesoleva 16put6o teema anti autorile Eolane AS poolt. Teema on oluline jootemasina JADE S-
200 tootlikkuse ning kvaliteedi tdstmiseks. Samuti on vajalik jootemasina JADE S-200 lammastiku
tarbimise védhendamine. Teema on oluline elektroonikatbdstuses, kus eesmargiks on toodete
kvaliteedi kontroll ja tootmiskulude vahendamine. Selle I6putdd on rakenduslik, raske ja huvitav.

Autorile oli meeldiv votta osa Eolane AS projektist.



LUHENDITE JA TAHISTE LOETELU

Printed Circuit Board (PCB) - Trukkplaat
Through-hole Technology (THT) — Labiaugumontaaz
Flux — Rabusti

Fluxer — Rabusti etteandeseadme

Surface Mount Technology (SMT) — Pindmontaaz
Nozzle - Otsik

Lead - Plii

Lead-Free - Pliivaba

Wetting — Méarguvus

Mass-production - Masstootmine

Fixture — Jooteraam

ESD (Electrostatic discharge) — Elektrostaatiline laeng
CDM (Charged Device Model) — ESD-test tllp

Dot — Rabustamise sagedus

Dip — Sugavuse jootmine



SISSEJUHATUS

Tugev konkurents maailmaturul, sageli kutsub kaasaegse td6ostuselektroonika ettevétted otsima
iga péev uusi lahendusi, et parandada oma sisemiste protsesside. Aastast aastasse tekkivad
uued kliendid erinuetega nende toodete jaoks. See sunnib ettevétteid tihti kulutama suuri
summasid, et osta eraldi seadmeid, kasutama lisapersonali, suurte tellimuste puhul - vaadata Ule
kogu tootmisprotsessi ja uuesti panna paika prioriteedid. Enamikul juhtudel kannatavad keskmise
suurusega ettevdtteid, kus projekti vBitu tahistatakse - alguses suuremate kuludega. Enamik
ettevltted ei kasuta taielikult kdiki masina vBimalusi, olgu see on konvektsioonahi, SMT-masin,
selektiivse jootemasin v6i lainejootmise masin. Mittetdelik kasutamine masinaid suure
vBimsusega on ressursside, raha ja kdige kallim aja raiskamine. Vaga oluline on vétta eelnevaid
masina tbokogemusi ja suutma rakendada neid teadmisi praktikas. Sageli on dige vastus kusagil

laheduses.

Selle t66 autor todtab Ule Uhe aasta ettevodttes, ja Onnestus osaleda Uhes projektis, kus
eesmargiks oli leida lahendusi jootmisprotsessi kvaliteedi parandamiseks ja -effektivsuse

tdstmiseks selektiivse jootemasinale JADE S-200 MKII.

Prooblemi lahendus, mis edasipidi aitaks tdsta tootmisprotsessi uuele tasemele ja samal ajal

vahendada nii raha kui aja kulusid.



POHIOSA

1. Teadaoleva teave protsessi, toode ja masina kohta

Info oli pakutud Pillarhouse’l International (Joonis 1.0) inglise gruppina. K&ik masina andmed ja
mo&ned pildid olid véetud JADE S200 manuaalist ja kodulehest [1].

Pillarhouse International on inglise selektiivne-joote ettevétte, kes iga paev leiab uued
meetodid, kuidas arendada ning tdsta jooteprotsessi tehnoloogiat. Ettevttes on suur té6kogemus
elektroonikatodstuses. Nad toetavad oma toodet rohkem kui 50 riikides. Need tooted on
populaarsed ja pakutakse erinevaid jootemasinaid, mille abiga tdstakse ning jouakse
jooteprotsessi ja toode kvaliteedi, nditeks PCB. Tanaseks Pillarhouse International on maailma

liider selektiivse-joote keskkonnas.

/ r‘% Pillarhouse

INTERNATIONAL

Joonis 1.0 Pillarhouse International logotitip



1.1 Masina info

Jade S200 MK Il (Joonis 1.1) on Kkasitsi-paigaldus masina. Masin kasutatakse
elektroonikatoostuses, kus perspektiivis kasutatakse THT ehk labiaugumontaazi - komponendi
montaazi-tehnoloogia trikkplaadi augu sisse. Projekteeritud nagu uksik-masina ‘stand-alone’
kasutamiseks. Masin toetab PCB’i mdddega 102mm x 102mm (4 x 4-inch) ja 508mm x 457mm
(20 x 18-inch) suurusega (Joonis 1.2, Joonis 1.3) [2]. Jade S200 MK Il sisaldab oma arvuti
(Joonis 1.4), jootetina toitestisteem (Joonis 1.5), PillarCOMM tarkvara (Joonis 1.6), rabusti
toitesiisteem (Joonis 1.7), m&ned kontrollerid ja servod (Joonis 1.8, Joonis 2.0). Masina peale on
integreeritud masinaukse ehk ohutuslukk, kui masina ukse on avatud, siis kdik masina liikumised
katkestavad ning ei saa midagi teha. Ohutusvdti (Joonis 1.9) v8imaldab teha hooldus-reziimi,
juhul kui ta asub ,1“ seisukohas. Hooldus-reziim vahendab masina liikumiskiirust kuni 20% ja
avab ligipaase kdikidel tegevustel ning avatud uksele ka. Tehniline kirjeldus (Lisa 1.).

Joonis 1.1 Selektiivse jootemasina eestvaade JADE S-200 MKII



A

Joonis 1.2 PCB laadimissiisteem

Process Access

Sliding Cover \;\“

Board Placement
Locking Arms

Board Placement
Frame

Joonis 1.3 Sissetdmmatav ukse, PCB hoidjad, masina raam
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Joonis 1.4 PC asukoht

Joonis 1.5 Jootetina toitesiisteem

11



=i Not Known:PillarCOMM: Board1Triall

Fle View Configure F

2N A% @@E#ll@ ]

Program  Di

(==
=

Fiducial Off

Wave Height Checking Off
Level Detect On

Nitrogen Timeout On

Cr
=

2=

2% 6

G

~

Run Mode

)

___Jmy

0

14/03/2005 12:22:45
14/03/2005 12:22:45
14/03/200512:22:44
14/03/2005 12:22:44
14/03/2005 12:22:44
14/03/200512:22:44
14/03/2005 12:22:44

14402 19008 13.97-43

[SYSTEM] Data sent-OLX0Y0Z240+108
[SYSTEM] Data sent-0SXOVZ0+117
[SYSTEM] Data sent-ONX3437Y792623897+94
[SYSTEM] Data sent-PSP2545251M258+117

[SYSTEM] System Datumed
[SYSTEM] Data sent-KBX+83
[SYSTEM] Data sent-KBZ+81

FEVETEM Map mmant- MACDY 110

- T

ﬁe Count————————

U

~Cycle Time

T 10
11t .1_t1_t.1_1 Secs

| Ready for board

Hstart||| 1] € [T & @ || 5 adobe Framemek...| ¥9,paint shopPro- .

Joonis 1.6 PillarCOMM tarkvara

Joonis 1.7 Rabusti toitestisteem. (Rabusti pudel)

|User:-

| @robotielp Him -..|[EEiNot Known:Pilla...

Flux Bottle

12

114/03/2005 | 12:41
EEOIVAE® 124



Omega Controller

PCB (EA5834 7 Motor Diive
PCB (EE1558)
Pump Drive
PCB (EAS5509) Y Motor Drive
PCB (EE0383)
Fluxer Control
PCB (EA5270) X Motor Drive
PCB (EE0383)
Fluxer Panel
Interface PCB
(EA5268)

Joonis 1.8 JADE S-200 PBC-kontrollerid (Fluxer, Pump, Omega, X/Y/Z motorid)

Joonis 1.9 Ohutus/Hooldus reziim
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Z Motor

X Motor

Motor Assy
Mounting
Bracket

Joonis 2.0 (b) X/Y/Z motorid asukohad (Plokkid, rihmad, kinnituspoldid, kronsteinid)

Y-Drive
Pulley Belt

Pulley Tensioning
& Motor Mounting
Screws (4off)

Y Motor

Joonis 2.0 (c) X/Y/Z motorid asukohad (Plokkid, rihmad, kinnituspoldid, kronsteinid)
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1.2 Toode info

Kdik toode ning tarnija info on konfidentsiaalne. Tarnija ning toote autoridiguse jarelikult, osa
andmed ei kuuluta. Need tooted kasutatakse kosmoselendude valdkonnas. Tarnija on meie
oluline ja pikaajaline partner. To6s on vdetud toodet, mille tarnekood on RC-9 (Joonis 2.1) ja
erinevad muudatused: RC-16 ja RC-39. Mdddud on samad aga erinevus on komponentides ja

PCB’i paneelides. PCB'i peale on kondensaatorid, kiibid, takistid ja montaazi-konnektorid. Toode

kasutab SMT- pindmontaazi ning THT- tehnoloogiat. THT- komponentid hagu D-Sub konnektorid
X101, X104, X102 ja antenni konnektor X107 (Joonis 1.3, Lisa 4.) paigaldatakse PCB'i sisse ja
parast SMT- protsessi edaspidi lAhevad jootemasinale JADE S-200 MK 1.

Joonis 2.1 RC-9 Ulemine ja alumine osa

15



1.3 Jootmisprotsess

Jootmisprotsess votab olulise osa elektroonika valdkonnast. Jootmine on metallide ihendamine
erisulami joodise abil [3]. Protsessis kasutatakse Uldiselt spetsiaalset jootetina, nditeks
jootemasina JADE S-200 MKII kasutab tina mérgiga SAC387 (Joonis 2.2, Joonis 2.5) (sisaldab
95.5%-5Sn/3.8%-Ag/0.7%-Cu). Rohkem kasutatakse plii sisaldav jootetina ja plivaba hébeda
sisaldav jootetina. RoHS-direktiiv (Restriction of Hazardous Substances ehk ohtlike ainete
piirang) on Euroopa Liidus vastu vdetud eeskiri, mis sétestab ohtlike ainete kasutamist
elektroonikas. Selle eesmark on kaitsta loodust ja inimesi ohtlike ainete eest [4]. Kui kasutatakse
pliivaba jootetina, mis vajab kdrgemat temperatuuri jootmisel, kui plii sisaldav jootetina (Joonis
2.4). Seetdttu trukkplaadid peavad olema natuke soojendatut termolddki valtimiseks. Eelnev
soojendamine kasutatakse JADE S-200 MKII masinas ka (Joonis 3.5) [5]. Samuti tuleb kasutada
vastavalt rabustit. Rabusti on aine, mis aitab puhastada joodetavad kontaktid pinnad oksiididest
ja teistest keemilistest Uhenditest, mis takistavad jootmisel korralikku Ghenduse tekkimist. Tihti
rabusti juba sisaldab jootetina sees, SAC387 sisaldab tahke-rébusti. Rabusti leidub nii tahkel kui
vedelal kujul ning ka geelina. Ettevdtte valis jootemasinale vedeliku fluxi IF 2005C mudeli, sest

see flux sobib ning soovitatakse selektiivse jootmise kasutamisel (Joonis 2.3 ja Joonis 2.6) [6]

IF iobsc i

o (&
v 0{)

Joonis 2.2 Jootetina SAC387 Joonis 2.3 Flux IF 2005C
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Helting Point Test Result of SAC 387

Heat Flow/r#
|
p=
.

100 150 200 250 300
Temperature/C

Joonis 2.4 SAC387 jootetina sulamistemperatuur

Solder Form Availability

LOCTITE ALLOY MELTING RoMHS SOLDER CORED SOLID BAR
MULTICORE CODE POINT °C PASTE WIRE WIRE SOLDER
96SC SAC387 or Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 217 YES YES YES YES NO
97SC. SAC305 or Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 A7 YES YES YES YES YES
SACO307* SAC0307 217 -226 YES YES YES NO YES
90iSC SAC387Bi3Sb1.5Ni0.02 205- 218 YES YES NO NO NO
96S Sn96.5/A035 21 YES YES YES NO NO
99c* $n99.3/Cu0.7 207 YES NO YES YES YES
957 Sn95/Sh5 236 - 240 YES YES YES NO NO
92A Sn91.5/5b8.5 238-246 |  YES YES NO NO NO
Bi58 S2/BiS8 138 YES YES NO NO NO
Sn63 Sn63/Ph37 183 NO YES YES YES YES
Sn62 Sn62/Ph36/Ag2 179 NO YES YES YES YES
Sneo Sn60/PbA0 183-188 NO NO YES YES YES
6354 Sn62.8/Ph36.8/A00.4 179- 183 NO YES NO NO NO
HMP SnSPb93.5/Ag1.5 296 - 301 NO YES YES NO NO
SAV4 Sn50.0/Pb48.5/Cut 5 183 - 215 NO NO YES NO NO

Joonis 2.5 Ettevdttes kasutatakse RoHS SAC387 jootetina tehke-rabustiga
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Joonis 2.6 Flux IF 2005C omadused (alkoholi baasil, selektiivse jootmiseks, tinutamiseks, halogeenvaba,
deoksudeerimine, stabiilne eelsoojedamine)

Labiaugumontaaz

Tanaseks on populaarne ja odav labiaugumontaazi meetod, trikkplaadi koostamisel.
Komponendid paigaldatakse augu sisse. Komponendid paiknevad plaadile nii, et nende jalad
laksid labi plaadis olevate aukude, kdik jooted teisele poolele. Sellised plaadid vdisid olla
Uhepoolsed ja kahepoolsed, kus komponendid olid plaadi Ghel pool ja rajad teisel pool v6i
mdlemad. Mitme v8i kahe jalaga komponentide paigaldamine kaib nii, et jalad painutatakse 90
kraadi samale poole (Joonis 2.8), pistetakse plaadis olevatest aukudest labi. Seejarel joodetakse
jalad plaadi kilge kinni ja pikaks jadnud jalad |digatakse parajaks [11]. Eelised on lihtne disain,
sest THT- komponendid (Joonis 2.7) paigaldatakse tihti kasitsi ja samuti suurem kui SMT-
komponendid ning odav protsessi hinne. Puudused: mikroprotsessorid ei kasuta THT-

tehnoloogias ja nduakse komponentide ettevalmistus.
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Joonis 2.7 THT- komponendid naide (DIP kiibid, kondensaatorid, takistid)

Through Hole Diagram

Printed Circuit
Board

Through Hote * | 1 copper
(Piated)

Joonis 2.8 THT- diagramm (komponent, komponendi jalg, PCB auk, vasktee)
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Jootemasina JADE-S200 MK Il t6dprintsiip

Masin t6otab kolmes telies X/Y/Z ja ligub X/Y juhtvdllidel ning hammaslatti peal, kuid Z
juhtkruvide abil (Joonis 2.9, Joonis 3.0). Masinas on jootevann tinaga, kus asuvad jootevanni-
motor, pump ja kitteseade (Joonis 3.1). Fluxer on tdielikult reguleeritav X, Y ja Z teljes, on
vBimalik reguleerida vastavalt PCB’i. Fluxer-pea sisaldab pihustusotsikut ja programmeeritavat
kaamerat (Joonis 3.2). Jootmisprotsess toimub pumpi ja impelleri koostoime ja edaspidi vedeliku
tina voolab valja otsiku labi (Joonis 3.3). Triukkplaat on kasitsi pannakse raami peale. Masinas
kasutatakse lammastikku ja eelsoojendamist (Joonis 3.5). Ettevfttes kasutatakse margita
lugemist reziimi - Non-margi «Non-fiducial» stisteem». RC-9 kasutab otsiku 8 mm labim6ddega
(Joonis 3.4). Masina plokkskeem kirjeldab masina t66d (Joonis 3.6) [7].

Fixing

Y-Rack
Screw

Y-Rack
Front
Mounting
Block

Fixing
Screws

Y-Rack

Y-Rack
Rear
Mounting
Block

A

Joonis 2.9 (b) X /Y hammaslatt ja juhtvéllid (paigaldusplokk, kinnituskruvid)

20



Rear X Rack Front X Rack

Joonis 2.9 (c) X /Y hammaslatt ja juhtvéllid (paigaldusplokk, kinnituskruvid)

Toothed
Y-rack 2
Z Lift
Leadscrews
Y Motor
Y-Rails
Z Motor

Joonis 3.0 Z- juhtkruvid, motor ning Y-juhtvdll ja hammaslatt
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mp Drive

Cover

Motor

Motor
Connections

Bath Heater
Connections

Fluxer

Diffuser Plate

Programming
Camera

Joonis 3.2 Fluxer, programmeeritav kaamera ja difuusori plaat
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Joonis 3.3 Otsik tdoreziimis 1.5 mm

Joonis 3.4 Otsiku tiubid erinevatega labimédduga

Joonis 3.5 Eelsoojendamine ehk Pre-heating
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Access Door Closed, Run Mode '1°, Drivers ON (Masinalukk on suletud, tooreziim '1', Motorid ON)

v

Push Green Button {Pressi roheline nupp)

v

Home positon (Algasend)

v

PCB Preheating (Eelsoojendamine)

Non-Fiducial Check Mode (Non-margl kontrolli reziim)

Solder Wire Feeder working - 11 dots (Jootetina toiteststeem) - 11 dots

Solder Level Detect (Tinavanni tase kontroll)

Yes (Jah)

Salder Level Detect {Tinavanni tase kontroll)

Solder Wave Height Check (Jootelaine kontroll)

No {(Ep

Fluxing paints (Rabustamine)

Soldering points (Jootekoht)

v

No (Ei)

Home positon (Algasend)

Joonis 3.6 Masina plokkskeem
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Lammastiku tarbimine

Kvaliteedi ja paremaks jootmisprotsessi jdudmiseks on oluline tagada sobivat keskkonda
masinas. Eriti oluline, kui ettevdtte kasutab pliivaba joodis, selleks on vaja vahendada hapniku
protsessi jooksul. Selleks kasutatakse lammastiku, mille abil vahendatakse okslidatsiooni riiski ja
parendatakse eeliseid nagu parema rabastiku marguvus, vahendatakse ,sildade“ moodustamist
(Joonis 3.7), ja marguvus inertses keskkonnas jduakse vahema ajaga, see vbimaldab vahendada
jootmisprotsessi aega ja suurendada tootlikkust [8]. Samuti l&mmastik ja eelsoojendamine
vahendavad termol66gi komponentidel. Jade S-200 MK Il masina tarbib umbes 20-30 liitrit gaasi-
[Ammastikku minutis (Lisa 1.). Lammastikurdhk 4 bar ning 8huréhk 5 bar (Lisa 1.). R6hk on

vBimalik reguleerida ka. (Joonis 3.8, Joonis 3.9)

Incoming
Air Supply In ’
Connection Ng:mmg
itrogen
Supply
Connection
Air
Pressure Gauge
Nitrogen

Pressure Gauge

Joonis 3.8 Manomeetrid ja 8hu-, ldammastiku- thendid
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Incoming
Nitrogen
Supply
Regulator

Flux Bottle
Nitrogen
Pressure

Regulator

Joonis 3.9 Pneumaatika regulaatorid (6hu ning lammastiku jaoks)

Kvaliteedikriteeriumid

N6uded THT montaazi ja jootmisprotsessi jaoks on kirjeldatud IPC-A-610D (Association
Connecting Electronics Industries) standardis. [9]

Moontazi nduded:

Komponendide montaaz — orientatsioon — horisontaalne paigaldus (Joonis 4.0 ja Joonis 4.1)

e Komponendid on keskendunud
seoses nende kontaktpinnadega.

e Margistus on selgelt nahtav.

Joonis 4.0 Paigalduse korrektse naide
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e Vale komponent. (A)
e Komponendid on paigaldatud valesti

Ji T
eﬁﬁﬁ.a-ﬂvms'mé mmm% (B)
N v

—_ -a

e Polar-komponendid on paigaldatud
c&s | vastupidi. (C,D)

5

Joonis 4.1 Defekti naide

Komponendide montaaz — vormimine (Joonis 4.2 ja Tabel 1.3.1)

Tabel 1.3.1 Minimaalne sise-kdanderaadius

Labimdot (D) voi paksus (T) Minimaalne sise-
kdanderaadius (R)

Vahem kui 0,8 mm 1 Labim&ot/paksus
0,8 kuni 1,2 mm 1,5 Labimddtu/paksust
Rohkem kui 1,2 mm 2 Labimdotu/paksust

Jc;onis 4.2 Qc?rmimine
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Jootmisprotsessi nduded:

Tabel 1.3.2 P6hilised jootmisprotsessi tolerantsid

Vertikaalset taitmist tinaga (Joonis 4.3)

Min 75% - Max 100%

Esimine pool marguvus (jalg ehk barrel) (Joonis
4.4)

Min 180° - Max 360°

Tinakate piirkond (Joonis 4.5)

Min 75% - Max 100%

Teine pool méarguvus (jalg ehk barrel) (Joonis
4.6)

Min 270° — Max 360°

Jootmise tingimused (Joonis 4.7)

Non-contact (ainult taitnud piirkond), semi-
contact (natuke tina k&danakul, komponenti keha
ei puudutanud), full-contact (Rohkem tina
kaanakul ja puudutab komponenti keha)

100% taitmine

75% taitmine

Vahem kui 75% (ei soobi)

Joonis 4.3 Vertikaalset taitmist nduded (Tabel 1.3.2)
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360° mérguvus

180° maérguvus ning Y

taitmine

Véahem kui 180° (ei sobi)

Joonis 4.4 Marguvuse nduded (jalg voi barrel méarguvus) (Tabel 1.3.2)
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100% tinakate

75% tinakate

Vahem kui 75% (ei sobi)

Joonis 4.5 Tinakate piirkond ehk taitmine (Esimene pool) (Tabel 1.3.2)
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360° marguvus

270° méarguvus ning 3/4 taitmine

Véahem kui 270° (ei sobi)

Joonis 4.6 Tinakate piirkond ehk marguvus (Teine pool) (Tabel 1.3.2)
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Non-contact (ainult téitnud piirkond)

Semi-contact (natuke tina kaanakul,
komponenti keha ei puudutanud)

Full-contact (Rohkem tina kaanakul ja
puudutab komponenti keha) (ei sobi)

Joonis 4.7 Jala jootmise tingimused (Tabel 1.3.2)
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2. Probleemi anallius ja tehnilise lahenduse otsing

Masina protsessi parameetrid oli paigaldatud koos Ungari kolleegidega ja tuleb optimeerida

protsessi parameetrid, sest Eolane AS tootmine n8uab kasutada mdistlikult masina

massitoodangu ,mass-production tingimustes.

2.1 Tehnilised probleemid anallits

Praegune olukord (Joonis 4.8):

Ebamadistlik lammastiku tarbimine — umbes 20-30 liitrit minutis ja see on ainult ihe PCB’i
jaoks.

Ebaratsionaalne masina kasutamine — suured aja kulud, sest kasutatakse ainult iks PCB
tsuklis.

Komponendid ja PCB ei ole kaitstud — komponendid ei saa Glekuumeneda ning PCB on liiga
avatud mehaanilise tegevuseks (vdib olla krahhi ,crash’i ja PCB laheb katki).

Ebamugav PCB paigaldus — komponentid v8ivad tBusta augudest ning on vaja vdta PCB
kattega.

Individuaalse programmi koostamine igaks jootmistooteks (RC-9 (Joonis 2.1) ja nende
erinevad muudatused: RC-16 ja RC-39. M8ddud on samad aga erinevus on komponentides
ja PCB'i paneelides), sest paneelide m66dud on natuke erinevad.

Joonis 4.8 PCB standardne paigaldamine
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5W&2H (Who? What? Why? When? Where? How? How much?) (Kes? Mis? Miks? Millal?

Kuidas? Mitu? (Tabel 2.1.1)

Tabel 2.1.1 5W&2H analliiis

Why do you say it is a problem? (Miks see
on probleem?)

e  Selektiivne ole
optimaalne

jootmisprotsess ei

When does the problem occur? (Millal
probleem tekib?)

e Pidevalt

Where does the problem occur? (Kus see
probleem tekkida?

e  Umbrus JADE S-200 masina

How do you know it is a problem? (Kuidas
satead, et see on probleem?)

e Lammastiku tellimise raport

Who gets affected by the problem? (Kes
saab mdéjutada probleem?)

How big is the problem, in numbers? (Kui
suur on probleem, numbrid?)

martis -
lammastiku

Tootmismaht kasvas
kahekordselt ning
tarbimine - kolmekordselt

e JADE S-200 hoolduspersonal .

What happens when the problem occur? (Mis juhtub, kui probleem tekkida?)

e Klient ei saa tooteid digeaegselt
e Masina I6petab t69, kui lammastik 16peb

SIPOC (Supplier, input, process, output, customer) (Tarnija, sisend, protsess, valjund,
klient) (Tabel 2.1.2)

Tabel 2.1.2 SIPOC analiits

Process name (protsessi nime): Selektiivse jootmisprotsessi JADE S-200 peale

The Process starts (protsess alustab): PCB The Process ends (protsess |6petab): PCB maha

paigaldus vitmine
Suppliers (pakkujad): Process description (protsessi | Customers (kliendid):
kirjeldus):
e SMA department e Assembly and Packing

1. Lammastikutarbimise andur
2. Sisselilitamine ja
soojendamine (JADE S-200)

e Elme Messer Gaas department

3. Konveieri reguleerimine
4. PCB paigaldus

5. Programmi valik .
6. PCB jootmisprotsess

7. PCB vbetakse maha

8. Jootmisprotsessi kvaliteedi
valideerimine

Input (sisend):
e Lammastik
e Tootmise kava
e PBC’s

Output (valjund):

Valmistatud PCBs
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2.2 Probleemi lahendused

Probleemi odavama lahendusi ootsing
Voéimalikud lahendused:

e Uue selektiivne masina ostmine - umbes 100 000 eurot , kus on v8imalik paigaldada

rohkem PCB ja pannakse jooteraami peale nagu lainejootmise protsessis.

e Jootmisprotsess kasitsi — umbes 1 000 eurot kuus, pikka aega protsess ning mdjub

tervisele halvasti

e Arendada oma universaalse jooteraami — 700 euro ks tikk.

Eolane AS kasutab Uhte veel jootmisprotsessi ehk meetod nagu lainejootmine, kus kasutatakse
jooteraamid [10]. See meetod andis idee, kuidas on vdimalik lahendada kdik eespool nimetatud

probleemid (Joonis 4.9, Joonis 5.0).

s
p

Printed
£ Circuit
)\, Board

~ Solder
Reservoir

Joonis 4.9 Lainejootmise protsess (jootetina vann, laine, pump, PCB)
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Joonis 5.0 Jooteraam lainejootmise protsessi jaoks

2.3 Jooteraam

Jooteraam (Joonis 5.1) peaks olema universaalne, sisaldab materjaali, mis on kerge ning
kummuskindel. Samuti, Eolane AS — elektroonikatddstuse ettevdtte ja peaks olema ESD-kaitse
ka.

-

2590900

SRS 1200

Joonis 5.1 Jooteraami naided
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Jooteraami projekteerimine

Ettevotte to6tab koos Von Roll ettevéttega, nad aitasid valida diget materjali. Diplomi autor ja Von
Roll firma valisid materjali méargiga CDM ESD 68940 (Lisa 2.). See komposiitmaterjal, mis on
valmistatud klaasmatistega ja suure mehaanilise tugevusega vaigusisteemist. Materjal on
piisavalt kerge ja kummuskindel. Varv — hall. Jooteraami peal on samuti alumiiniumi talad, mis
tarbivad Uleliigse soojust. Kdige raskem osa oli thendada 2D PCB skeemi ja 2D-jooteraami
mudeli koos. Projekt oli konfidentsiaalne, nimed ja tarnijad skeemides on peidetud (Lisa 3, Lisa 4,
Lisa 5). Ettevdtte poolel oli tehtud jooteraami 3D mudeli SolidWork'i tarkvaraga ja hiliem natuke
modifitseeritud kdepidemed (Joonis 5.2). Niid on vBimalus paigaldada kolm tiikki PCB, rohkem
ei saa teha, sest jootemasinal standardi raami mdddud ei vdimalda seda teha. Teamaster firma
aitas freeserida neljakandiliseid auku komponendide kaitsmiseks jooteraamil. (Joonis 5.5). On
lisatud lUhikest modifikatsiooni nagu kaepidemed. See on mugav, kui operatoor, kes tootab
masinaga JADE S-200 MK II, paneb raami masina peale digesti — poka-yoke (mistake-proofing)
meetodiga (Joonis 5.3, Joonis 5.4). Jooteraami peal on kruvitud PCB hoidjad-kaed, mille abiga
komponendid tihedalt jadvad kohale. NUud pole vaja kasutada PCB paneeli, siis on v8imalik
depaneeleserida neid ja kasutada RC-9, RC-16 ja RC-39 uhel programmil. (Joonis 5.3, Joonis
5.5).

Joonis 5.2 (a) Jooteraami 3D mudel (erinevad sligavused komponentideks on méaaratud varvidega, sest RC-
9 on kahepoolne PCB)
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Joonis 5.2 (b) Jooteraami 3D mudel (erinevad siigavused komponentideks on maératud véarvidega, sest RC-
9 on kahepoolne PCB)

N

P

Joonis 5.2 (c) Jooteraami 3D mudel (erinevad stigavused komponentideks on mééaratud varvidega, sest RC-
9 on kahepoolne PCB)
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Joonis 5.3 Poka-yoke meetod ning viimane etapp enne jootmisprotsessi

—

\\..'»-

Joonis 5.4 Jooteraami paigaldamine (alumine vaade)
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Joonis 5.5 Kulunud néide (parast crash’i ning on luitunud)

Programmi koostamine jootemasina JADE S-200 juhtimiseks PillarCOMM abiga.

Programmi on koostatud PillarCOMM tarkvara abil ja programmeritava kaameraga (Joonis 1.6,
Joonis 3.2). Programm saab testida , Try Action“ funktsiooni l&bi ning igaks kaiku testida. (Joonis
5.6). Koostatakse programmi on suhteliselt lihne protsess, sest tarkvara on arusaadav
kasutamisel. Oppeprotsessis valitakse vajaduslikku funktsiooni, naiteks esimene ,flux” (Joonis
5.7), maaratakse dot'i sagedusi ja fluxer vektori likumist, on vdimalik reguleerida Z-telje ka.
Jootmiseks on natuke sarnane meetod aga erinevus ainult tddreziimis, naiteks jootmisprotsessis
kasutatakse otsiku, mille jaoks ndaub valida Gigesti 1abim6dde, RC-9 programmis kasutatakse
otsiku 8 mm labimdddega, samuti on oluline valida t6oreziimi — ,dip“ vdi vektori likumine (Joonis
5.8). See on vaike osa, mis edastab PillarCOMM. Lisaks on vdimalik reguleerida — otsiku kiirust,
fluxer dot kiirust, jootmise aega, dip-jootmise aega, vdimalus kalibreerida otsiku k&rgust, pumba
pdorlemiskiirust, ja nii edasi. Tarkvara edastab rikka vdimalusi jootmisprotsessi reguleerimiseks.
Programmi td6printsiip on sarnane nagu freesmasinal, kus programmeeritav kaamera maletab
punktide koordinaate.
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Click on start and end nodes to select action

Path: | Node: [ Type |JointName |Yector Action JointLib. ID| X Coordinate| Y Coordinate -

1 1| Flus Start 26 147.3 54.900002
2 2| Flux Continue 26 149.89993 61.700001
3 3| Flux Continue 26 150.39999 173.10001
4 1 4| Flux Continue 26 148.3 178.2
5 5/ Flux Continue 26 147 53.599938
B 6| Flux Continue 26 144.5 £2.099338
7 7| Flus Continue 26 145.2 173
g 8| Flux End 26 147.89993 177.60001
g 1| Flux Start 26 145810001 185.10001
10 2 2| Fluz Continue 26 148.3 197
11 3| Flux End 26 14810001 185.8
12 3 1| Solder Dip 53 147.8 196.3
13 4 1| Solder Dip 52 146.3 188.3
14 5 1| Solder Dip 51 148.3 175.7
15 1| Solder Start 76 148 169.5
16 6 2| Solder Continue 77 146.89993 144.2
17 3| Solder End 77 150.5 144.60001
18 7 1| Solder Dip 51 147.8 132.7
19 1| Solder Start 76 147.8 124.6
20 8 2| Solder Continue 77 147.3 100.8
21 3| Solder End 77 150 100.7
22 9 1| Solder Dip 51 148 57.700001
23 10 1| Solder Start 76 147.39999 62.5
24 2| Solder End 76 148.3 89.599938
25 1 1| Flux Start 26 2775 56.700001
26 2| Flux Continue 26 280 62.593938 L.'

lelp | Ty bction | Clear .seler::ﬁon' Close |

Joonis 5.6 (a) RC-9 programmi naide

= Click on start and end nodes to select action

Path: | MNode: | Type  |JointName |Vector Action Joint Lib. ID| X Coordinate| Y Coordinate _:_I

27 3| Flux Continue 26 281.20001 172.89339
28 4| Flux Continue 26 277.89999 178.3
29 1 5| Flux Continue 26 277.20001 54.5
30 6| Flux Continue 26 274.79339 £2.400002
Ell 7| Flux Continue 26 275.39999 173.10001
32 8| Flux End 26 277.79999 178.2
33 1| Flux Start 26 278.39999 186.10001
34 12 2| Fluz Continue 26 278.70001 196.8
35 3| Flux End 26 278.5 186
36 13 1| Solder Dip 53 276.60001 195.2
37 14 1| Solder Dip 52 276.70001 188.39999
38 15 1| Solder Dip 51 278.79339 175.89399
39 1| Solder Start 76 2785 168.2
40 16 2| Solder Continue 77 277.79999 144.60001 _J
4 3| Solder End 77 280.10001 144.60001
42 17 1| Solder Dip 51 278.20001 132.2
43 1| Solder Start 76 278.70001 124.9
44 18 2| Solder Continue 77 278 100.8
45 3| Solder End 77 280.20001 100.9
46 19 1| Solder Dip 51 277.60001 57.5
47 20 1| Solder Start 76 277.70001 £3.200001
48 2| Solder End 76 279.89999 89.400002
43 1| Fluz Start 26 407.29339 57
50 21 2| Flux Continue 26 409.79393 £3.400002
51 3| Flux Continue 26 410.79939 172.7
52 4| Flux Continue 26 407.799399 178.60001 LI

Help | Ty Action Clear :sele::tionl Close

Joonis 5.6 (b) RC-9 programmi naide
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v Flux v Solder
Click on start and end nodes to select action
Path: | Node: [Type |JointName | Vector Action JointLib. ID| X Coordinate| Y Coordinate ;l
43 20 2| Solder End 76 279.89999 89.400002
49 1| Flux Start 26 407.29939 57
50 2| Flux Continue 26 409.79999 £3.400002
51 3| Flux Continue 26 410.79999 172.7
52 2 4| Flux Continue 26 407.79999 178.60001
53 5| Flux Continue 26 406.89999 55.299999
54 6| Flux Continue 26 404.5 £3.299933
55 7| Flux Continue 26 405 1725
56 8| Flux End 26 407.70001 178.3
57 1| Flux Start 26 409 186.3
58 22 2| Flux Continue 26 40310001 196.8
59 3| Flux End 26 408.70001 186.2
60 23 1| Solder Dip 52 406.60001 195.10001
61 24 1| Solder Dip 52 406.5 188.3
62 25 1| Solder Dip 51 40810001 176.10001
B3 1| Solder Start 76 408.70001 168.2
64 26 2| Solder Continue 76 408 1447
ES 3| Solder End 76 410 14489999
66 27 1| Solder Dip 51 408.20001 132.5
B7 1| Solder Start 76 407.89999 125.8
68 28 2| Solder Continue 77 407.60001 100.9
B9 3| Solder End 77 409.89999 101
70 29 1| Solder Dip 51 408 57.400002
71 10 1| Solder Start 76 407.39999 63
72 2| Solder End 76 409.79999 89599998 j
S

lelp | Ty Aetion

[Elear selection | H

Joonis 5.6 (c) RC-9 programmi naide
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Joonis 5.7 Rabustamise Gppereziim

Joonis 5.8 (a) Nozzle Gppereziim ja jootmiseprotsessi parametrid
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Joonis 5.8 (b) Nozzle 6ppereziim ja jootmiseprotsessi parametrid

3. Valjapakutud tehnilise lahenduse valideerimine

3.1 Jootmisprotsessi kvaliteedi valideerimine.

Parast jootmisprotsessist on oluline valideerida toode kvaliteedi. Kasutatakse visuaalne-analtisi
ja edaspidi vBiks vaata mikroskoopile. PCB peab olema — puhas, ilma jootesillata, natuke soe ja
vastab IPC-A-610D standardile (Kvaliteedikriteeriumid) (Joonis 5.9, Joonis 6.0). Martsis oli 5000
PCB tellimust, kus iga vahetus kontrollis toode kvaliteedi ja tulemused olid ainult 2 PCB veaga —
jootesillad. Veebruaris oli 1000 PCB tellimust, kus kontrollitakse ainult 1000 PCB ja leiatakse, et
30 tukki olid — jootesilladega. Tootenimi — RC-9, valmistatud — 1000 (veebruaris) ja 5000
(martsis), kontrollitud 500 (veebruaris) ja 1750 (maértsis), veakood — jootesillad, komponent —
X104 (D-Sub konnektor) ja nende arvu — 30 (veebruaris) ning 2 (martsis). Tootmispraak — 6%

(veebruaris) ja 0,1% (martsis).
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02.02.2017

Product Product Componen Descripti | FAYield
Z Produced |Inspected |Sample size| Fault code = ail Lo ;
family name t y | on(EN) Drop
RC-9 1000 500 50% solder bridge X104 30 [No faults
HUMMER 6,0%
03.03.2017
Product Product Componen Descripti | FA Yield
2 Produced |Inspected |Sample size| Fault code e a P
family name t y | on(EN) Drop
RC-9 1250 125 10% 0 |No faults
RC-9 1250 125 10% 0 |No faults o
HUMMER RC-9 1250 1250 100% solder bridge X104 2 | No faults 0,17%
RC-9 1250 250 20% 0 [No faults

Joonis 5.9 Kvaliteedi vérdlemine (Jooteraamiga martsis ning jooteraamita veebruaris)
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Joonis 6.0 Kvaliteedi naide
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3.2 Kvaliteedi ja efektiivsuse vordlemine.

Lammastiku maksumus - 0,00125 euro /L (Mai 2017)

L - liiter

Martsis oli tehtud testid, kus vorreldakse kahte todreziimi tlupi (Tabel 3.2.1, Tabel 3.2.2).

Kontrollitakse 20 tsukklist jooteraamiga ja ilma. On valja arvutatud eelnevalt 5000 PCB’i jaoks.

Voérdlemine anallilis naitas, et sama PCB arvuga (5000 tiikki), kus kasutatakse jooteraam — aega

ning lammastikutarbimine kulud on vaiksemad, kui meetodi ilma jooteraamita. (Tabel 3.2.3).

Diagrammid (Diagramm 3.2.1 / 3.2.2 / 3.2.3) naitavad olulist erinevust jooteraami ja jooteraamita

kasutamisel.

Tabel 3.2.1 Jootmisprotsessi efektiivsuse test jooteraamiga

Jooteraam

Eelsoojendamine

igaks tslkliks + PCB Iaadimin_eja Kogu
O fluxer (min) _ _ mahalaadimine aeg
Mo o6tepiirkond Jootmisprotsess (min) (min) (min)
1 1,3 5,05 0,42 6,77
2 1,3 5,06 0,44 6,8
3 1,3 5,02 0,42 6,74
4 1,3 5,04 0,45 6,79
5 1,3 5,03 0,44 6,77
6 13 5,02 0,46 6,78
7 1,3 5,06 0,43 6,79
8 1,3 5,04 0,44 6,78
9 13 5,03 0,44 6,77
10 1,3 5,05 0,42 6,77
11 1,3 5,03 0,42 6,75
12 1,3 5,06 0,43 6,79
13 13 5,04 0,43 6,77
14 13 5,03 0,43 6,76
15 13 5,03 0,42 6,75
16 1,3 5,05 0,43 6,78
17 13 5,04 0,43 6,77
18 1,3 5,05 0,42 6,77
19 1,3 5,02 0,44 6,76
20 1,3 5,03 0,46 6,79
Keskmine
vaartus (3 PCB) 6,7725
Keskmine
vaartus (1 PCB) 2,2575
Kogu aeg (5000 188,125
PCB) 0
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Tabel 3.2.2 Jootmisprotsessi efektiivsuse test jooteraamita

Jooteraamita

Eelsoojendamine
igaks tsukliks + fluxer
(min)

Jootmisprotsess

PCB laadimine ja
mahalaadimine

Md&dtepiirkond (min) (min) Kogu aeg (min)

1 1,3 1,3 0,68 3,28
2 1,3 1,25 0,67 3,22
3 1,3 1,31 0,69 3,3
4 1,3 1,3 0,7 3,3
5 1,3 1,28 0,71 3,29
6 1,3 1,31 0,68 3,29
7 1,3 1,32 0,69 3,31
8 1,3 1,29 0,68 3,27
9 1,3 1,29 0,69 3,28
10 1,3 1,31 0,67 3,28
11 1,3 1,32 0,67 3,29
12 1,3 1,31 0,68 3,29
13 1,3 1,3 0,69 3,29
14 1,3 1,29 0,7 3,29
15 1,3 1,29 0,68 3,27
16 1,3 1,3 0,68 3,28
17 1,3 1,3 0,69 3,29
18 1,3 1,29 0,7 3,29
19 1,3 1,28 0,67 3,25
20 1,3 1,3 0,68 3,28

Keskmine

vaartus (1

PCB) 3,282
Kogu aeg
(5000 PCB) 273,5(t)
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Tabel 3.2.3 Voérdlemine analiiiis (Marts)

Jooteraam Jooteraamita Vordlemine
Marts (toodete arv) 5000 5000
Lammastikutarbimine
(stand-alone) (L/t) 1800 1800
Kogu aeg (t) 188,125 273,5 85,375
Téoreziim (L) 338625 492300 153675
Lammastiku maksumus
(euro) 423,3 615,4 192,1

Diagramm 3.2.1 LAmmastikutarbimine té6reziimis (Jooteraamiga ja ilma)

Lammastikutarbimine tooreziimis (l)

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Jooteraam

Jooteraamita
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Diagramm 3.2.2 Kogu aeg (Jooteraamiga ja ilma)

Kogu aeg (t)

300
250
200
150
100

50

Jooteraam Jooteraamita

Diagramm 3.2.3 Lammastikutarbimine maksumus (Jooteraamiga ja ilma)

Ldmmastiku maksumus (euro)

700
600
500
400
300
200
100

Jooteraam Jooteraamita
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Kokkuvotte

Bakalaureusetdo oli pakutud Eolane AS poolt ja oli tehtud Eolane inseneride juhendamisel, t66 ol

konfidentsiaalne.

Esimeses osas, autor uuris pdhjalikult masina ressurssid ning mehhanismid. Tutvus toodega RC-
9. Uuris jootmisprotsessi, Uldisest ideest: jootmine, jootetina, rébusti, l&dbiaugumontaaz,
lAmmastiku keskond ja kuni IPC-A-610D standardi.

Teises osas, autor maaratleb jootmisprotsessi suuri probleeme ja annab mitmeid lahendusi, kus
ratsionaalselt ja odavalt ndeks lahendust — jooteraam selektiivse jootmisprotsessi jaoks. Loputdds
on projekteeritud jooteraam selektiivse jootemasina JADE S-200 MKII jaoks. Autor vottis osa
jooteraami projekteerimisest ja tegi 3D-mudeli ning osales 2D-mudeli modifitseerimises
Teamaster ettevdtega. Jooteraam kaitseb alumised komponendid Ulekuumenemisest ja
mehaanilisest méjust. Jooteraamiga on lihtsam kasutada ja kiirendada tootmise protsess, sest
niud kasutatakse 3 triikkplaati korraga, sest ettevtes oli koostatud programm, autor pidi muutma

programmi parameetrid: koordinaadid ja tooetapid.

Viimases osas, autor katsetab jooteraami t60s. Enne jooteraami kasutamist, ettevotes oli
valmistatud RC-9 jooteraamita. Siis tekkis vdimalus kasutada jooteraami ja parast seda vorrelda
jootmisprotsessi kvaliteet. Tulemused nditasid olulise erinevuse jooteraami kasutamisel.
Ratsionaalne lammastiku tarbimine vahendas kulud. Lihtne idee saastab igal tunnil tuhandeid

eurosid ja tdstab effektivsust ning kvaliteeti. Jooteraam aitab valtida vigu tulevikus.

To6 kaigus tutvuti selektiivse masinaga téoprintsiibiga, jootmisprotsessiga ja IPC-kvaliteediga.
Autor oli tutvunud masina tookeskkonna tingimustega ja nende ressurssidega. Projekteeritud
jooteraam vastab kdigile Eolane jootmisprotsessi kriteeriumitele. TO0 kaigus kasutatati

SolidWorks’l, PillarCOMM tarkvara ja Adobe Acrobat.

Kokkuvdttes tahaks 6elda, et antud projekt oli kasulik ja oluline rakenduslik tehase jaoks.

51



Summary

Bachelor thesis was offered by Eolane AS and has been done under the guidance of Eolane

engineers, this work was confidential.

First of all, the author explored the machine working parts and acquainted with product RC-9
also. Explored things like, soldering, solder wire, flux, THT, nitrogen environment and IPC-A-610

standards.

In the second stage, the author showed the soldering problems and offered some solutions.
Where more rational and cheaper decision was a solder frame for selective soldering. In this work
was designed a specific solder fixture for JADE S-200 MK Il selective soldering machine. The
author took part in the design of 3D-module for soldering frame and participated in 2D-module
modification with ’Teamaster’ company. Fixture protects RC-9 bottom components from
overheating and mechanical nozzle impact. Fixture is easy to use and speeds up the production
process, as well as now it possible use more PCBs - three pieces of PCB in a fixture. Eolane AS
company has already composed RC-9 programm, but this programm needed a modification,
because the programm was used without a soldering fixture. The author changed programm

steps and coordinates also.

The final stage, the author uses RC-9 fixture in practice. There was a chance to compare both
products and their quality, where the first one used the fixture and the another one used just a
simple JADE S-200 frame. The results showed a significant difference between JADE S-200
simple frame and the soldering fixture. Rational nitrogen consumption reduced process cost.
Simple concept saves thousands of euros per one hour and improved efficiency and production

quality. This fixture helps to avoid faults in the future.
During this work, the author has acquainted with the principle of the machine operation, soldering
and IPC quality also. The fixture meets all the company criteria for the soldering process. During

the work SolidWork, PillarCOMM software and Adobe Acrobat were used.

In conclusion, would like to say that this project was a useful and important, because this practise

was implemented by the factory.
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LISAD

Lisa 1. Tehnilised kirjeldused

N Chapter 2
X Introduction
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Machine Size: Heizht
(approx. Including Optional Fittings): 1500m (60-inch)
&;ﬁg luding CRT Mountin, mm (A e
Width ((%ﬂzlﬁdmg Flat Screen Mitnﬁng): i;ggﬁ: 8 fiﬁgﬁg
Depth: _ 1406mm (55-inch)
Depth (for Maintenance Access): 1851mm (73-inch)
Weight: Unpacked: 275kg (6061b)
Packed: 380k (8381b)
Nominal Loading Height: 900-920mm (35-37-inch)
Maximum Board Size: 510 x 460mm (20 x 18-inch)
Minimum Board Size: 102 x 102mm (4 x 4-inch)
Height Clearance: Below 40.0mm (1.6-inch)
Edge Clearance: Below: 3.0mm (0.12-inch)
Extraction: Fan: 120mm (4.7-inch) Dia.
Ratiog: 159m*/hr
Solder Pot Capacity: 15kgu'33llb (63/370r 60/40)
solder
Flux Tank Capacity: 1 bottle 1 Litre
Flux Spray Formulation:  Approxmmately: 4.0 - 6.0mm (0.16-0.24-
inch)
Fluxer Speed 50 dots/second
X & Y Axes: Resolution Accuracy: 0.2
Repeatability; 0.2
Z-Axis: Resolution Accuracy: 0.1
Repeatability: 0.1
Nitrogen Supply Prezsure: 4 bar (56p$i)
Nitrogen Usage: 20-100 Litres/min_ (42-212
CFH)
Nitrogen Purity: At Least 00 008%
Air Supply Pressure: 5 bar (70psi)
Air Consumption: 20-30 Litres/min. (42-68
CFH)
Flux Bottle Nitrogen
Pressure: 0.5 bar (7.5psi =0.5psi)
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Lisa 2. CDM ESD 68940 (Klaaskiud vaiguslUsteemiga)

vonRoll

laminates

CDM ESD 68940

»Good performances with lead free
soldering process.

>lna'eased temperature resistance :
ﬁ performances at temperatures
|gher than 300°C.

> Excellent flux resistance.

»Dissi ;ahve material. Surface resistivity
t

10E5 to 10E9 Ohm/Square.

» Optical sensitiveness : grey color
enables an easy and improved
detection by infra-red cells.

»Low deformation.
> Excellent dimensional stability.

» Improved machinability.

General description
The CDM range of products exhibits I'ugher
mechanical and resistance properties as

standard composite matenials.

The random glass mat substrate present in the
CDM ESD 68840 minimizes delaminations
problems during machining or pallet use.
The relative low thermal conductivity in the COM
materials allows a rapid pallet tumnaround
eliminating most of the time both the necessity to
provide a cooling station and the process heat
sink effect ex;enenoed in the metallic pallets.
CDM materials can substitute metallic solder

with  great
advantages.
Flux resistance is depending on tion and
pH level. Highly acid as well as ic fluxes
often require & regular cleaning of remaining
powders in order to preserve the stability of COM
m. 3
Due to the high fiberglass content, machining is
recommended with carbide or diamond toolings.

Pracise machining with very accurate tolerances

can be achieved experts in the conception
and machining ofbgalles

RoHS Directive

frames (or other materials)

Von Roll Isola France SA
F - 90100 Delle
www.vonroll.com

Value Test norm

Mechanical properties

Flexural strength at 23°C, flatwise IS0 178

Flexural strength at 150°C, flatwise ~ MPa 200 1SO 178
Modulus of elasticty in flexure at MPa 18000 IS0 178
23°C, fiatwise
Modulus of elasticty in flexure at MPa 12000 1SO 178
150°C, fatwise
Electrical properties
= Ohmisquar 10E510 10E2  IEC 60093
resstivity e
Physical properties
; jem® 10101 ISO 1183
onay ’ {method A)
. % <0.10 ISO 82
Water absomption 24h 23°C method 1)
Linear coefficient of thermal K' 10.10° VSM 77110
expansion, paraliel
Thermal properties
Thermal conductivity Wim.K 03 DiN 52612

not used as ingredients in this material.

Application

Can be usad in lead free process

Full process solder wave, SMT and selective soldering process
insertion

Reflow soldering

Components protection

Testing of PCBs

Cleaning of PCB boards

Availability

Standard sheet size : 2350 +/-10mm x 1335 +/-10mm or 2000 x 1250 mm

3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 8mm, lOtrm 12mm

CDM ESD 68840 is a composite matenal made of glass mat, combined
with 3 high mechanical resistance resin system.

CDM ESD 68940

CA 2222 17-40-2005



Lisa 3. RC-9 PCB mdddud
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Lisa 4. RC-9 PCB skeem
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